Prensa A Que

Solution for researching

nte A Vacuo De 30 Toneladas 350X350Mm Para

Pesquisa Em Baterias E Processamento De Materiais

Numero do item: XP27

introducao

=

—_— toneladas com area de trabalho de

b @ _j%r - Prensa a quente a vacuo laboratorial de 30

350x350mm, temperatura maxima de 300°C,
aquecimento multizona, controle preciso de
pressao de =0,1T, resfriamento de dgua de
duplo circuito e automacao PLC. Ideal para
pesquisa em baterias, processamento de
eletrélitos de estado sélido, sinterizacado de
ceramicas e fabricacdo de materiais compdsitos
avancados.

Saiba mais

Processamento de Eletrdlito para
Baterias de Estado Sélido

Montagem de Eletrodo de
Membrana (MEA) para Células a
Combustivel

Laminag&o de Filme Polimérico e
Circuito Flexivel

Compactagao de Pds Ceramicos e
Metdlicos

Conformagdo de Painéis de Polimero
Reforcado com Fibra de Carbono
(CFRP)

Ligagdo Termocompressao de

Waferes e Sensores

Producéo de Alvos de Sputtering

Pesquisa de Materiais Gradiente
Funcionalmente (FGM)

Densificacdo de camadas de eletrélito sélido de sulfeto ou éxido entre cétodo e Densidade uniforme com resisténcia interfacial
anodo sob vacuo, evitando a absorcdo de umidade e alcangando alta minima, fundamental para o desempenho de
condutividade ionica. baterias de préxima geragao.

Prensagem a quente de membranas revestidas com catalisador com camadas de Ligacdo aprimorada e espessura consistente em
difusdo de gas em temperatura e pressao controladas com precisdo para produzir MEAs de grande area, melhorando a eficiéncia e a
conjuntos de eletrodos uniformes para células a combustivel PEM. vida util da célula a combustivel.

Empilhamento multicamada de filmes poliméricos, adesivos e folhas de cobre para
circuitos impressos flexiveis (FPC) e chapas compésitas, usando perfis
personalizados de temperatura e pressao.

Laminagdo sem vazios com excelente resisténcia a
descasca e estabilidade dimensional.

Prensagem de pds cerdmicos ou metéalicos em pré-formas planas antes da Melhor densidade final sinterizada e propriedades
sinterizagéo de alta temperatura, alcangando alta densidade verde e mecanicas com menor tempo de pds-
empacotamento uniforme de particulas. processamento.

Consolidagao de camadas de pré-impregnado de fibra de carbono em painéis
espessos ou finos para P&D aeroespacial e automotivo, usando vacuo para
eliminar bolsas de ar.

Adeséo fibra-matriz superior e espessura
consistente, permitindo protétipos estruturais leves.

Ligagbes de alta qualidade sem bolhas, essenciais
para a confiabilidade de microeletrdnica e
dispositivos MEMS.

Ligagéo de waferes de silicio, vidro ou sensores de filme fino com adesivos
termoplasticos em ambiente de vacuo para evitar defeitos de bolhas.

Materiais alvo com densidade e composicao
uniformes, aumentando a qualidade da deposicao
do filme e a utilizagéo do alvo.

Prensagem a quente de pés ceramicos ou metélicos em alvos de sputtering densos
sob vacuo para eliminar éxidos e reduzir a porosidade.

Prensagem sequencial de multiplas camadas de pé com composigdes diferentes Controle preciso de espessura e composigao da
para criar gradientes nas propriedades térmicas ou elétricas para aplicagdes camada, permitindo a explorag&o de novas
avancgadas. arquiteturas de materiais.

Sistema hidrdulico com vélvula de alivio de

Pressdo de Trabalho 30 Toneladas (300 kN) -

Precisao do Controle de

sobrepressao

Feedback de sensor de malha fechada, manutengdo

+0,1 Tonelada -

Presséo

automaética de pressado
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TS e Atuallzages Opcionals e Personalizadas

Método de Controle de
Pressao

Tamanho Efetivo da
Placa (L x P)

Altura de Abertura da
Placa

Temperatura Maxima de
Trabalho

Poténcia de
Aquecimento

Controlador de
Temperatura

Método de Resfriamento

Médulo de Resfriamento
Opcional

Material da Camara de
Vécuo

Atmosfera de Trabalho

Nivel de Vécuo Final

Configuragao da Bomba
de Vécuo

Fonte de Alimentagado
Padrao

Conformidade

Programavel por tela sensivel ao
toque PLC

350 x 350 mm

50 mm

300 °C

9.000 W (9 kW)

PLC com tela sensivel ao toque
colorida de 7 polegadas

Resfriamento de agua interno de
duplo circuito

Agua gelada fornecida pelo usuario
(=25 °C)

Aco inoxidavel SUS 304

Nitrogénio (Nz) / Argbnio (Ar)

< -0,1 MPa

Bomba mecénica de palheta rotativa
de dois estagios

Trifésica AC 380V / 50Hz

Certificado de seguranga CE

80 mm / 100 mm (personalizado)

Chiller de recirculagéo de precisdo de 2HP

Outros gases nao reativos

Monofasica AC 220V / 50Hz (personalizado, requer
disjuntor =50A, fio de cobre =6mm?2)

NI NTENK

Solution for researching

Programacao de pressao em multiplos passos,
espera e liberagéo automatica

Retificagdo de superficie de alta precisdo, erro de
paralelismo minimo

Aberturas maiores exigem aumento da altura da
camara de vacuo

Néo mantenha 300 °C sem resfriamento de dgua

Layout de elemento de aquecimento multizona em
matriz

Controle de presséo integrado, suporte a
exportacdo de dados

Conectores répidos G1/2”; requer fonte de dgua
gelada

Chiller recomendado para operag&o de circuito
fechado e economia de dgua

Alta resisténcia, resistente a corrosao, baixa taxa de
vazamento

Valvulas de controle de entrada de gas dupla e
valvula de quebra de vacuo manual

Dependente da velocidade da bomba e vedagéo da
linha

Deslocamento recomendado da bomba = 240 L/min

Trifasica fortemente recomendada para
balanceamento de carga

Componentes elétricos principais com protegao
contra sobrecarga
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